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まえがき＝銅と銅合金は現代社会に欠かせない金属素材
である。優れた導電性を生かして電線や導体などの通電
用部材や半導体リードフレーム，導電性に加えてばねと
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に示すいくつかの銅合金はこのように硬質粒子の分散
（析出硬化現象）を利用して強度と導電率の両立を図っ



34

配置されるような電子・電気機器類では，溶接により通
電部材を接続する場合がある14）。そのような用途で多く
使われている抵抗溶接の接合強度と導電率の関係を図
12に示す。図12は，同種の銅合金板二枚を重ね合わせ
溶接したときの二枚の板の引き剥がし強度と導電率の関
係を示している15）。溶接に用いた銅合金板は0.4 mmt×
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角形で示すような範囲では，ρが温度に比例するため，
温度の微小変化に対する 1/ρを定数として扱うことがで
きて，式（7）を式（8）に変形することができる。

　　　　　　　　　　…………………………………（8）

式（8）を y= 0 での温度 T=TCから y=ℓ/2 での温度
T=TBまで積分すると式（9）が得られる。

　　　　　　　　　　　　　　………………………（9）

この積分式（∵） が 得 ら れ
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